
ABMSセミナ 
半導体エコ物流  

株式会社 九州ゴールド 村田 太成 
1 

Title：半導体物流に於けるﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

*半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ包装仕様と国際規格 
 

*デバイストレンドと要求される包装材料 
 

*半導体エコ物流Projectの紹介、活動内容、輸送実験データ 
 

*Eco的視点とデバイス包装・搬送材の例 
 

 ☞ 半導体エコ物流Project （九州ゴールド） からの ご提案 



半導体の分野にて用いられている包装・出荷資材① 

シリコン ウェハ用 

ウェハケース（SEMI規格) 
 主にウェハメーカから 

  半導体デバイスメーカへの 

 出荷に用いられる 

 

コインスタックケース 
 デバイスメーカから 

 ウェハ状態のままで 

 出荷する際に用いられる 

 ＊現在、規格はナシ 
2 

*半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ包装仕様と国際規格 



パッケージ デバイス出荷用 
＊出荷包装材であると同時に、基板実装時のﾃﾞﾊﾞｲｽの自動 

 供給に則した搬送材料として、実装機とのインターフェイスを 

 主に包装材寸法を、IEC/JIS/EIAにて、国際規格化。 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾌﾟ&ﾘｰﾙ   ﾏｶﾞｼﾞﾝﾁｭｰﾌﾞ   ﾏﾄﾘｸｽﾄﾚｲ 

 IEC286-3        IEC286-4             IEC286-5     3 

半導体の分野にて用いられている包装・出荷資材② 



薄チップ搬送の課題 

 電極パッド間距離の低ピッチ化 
 パッド高さの低下 
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従来問題とならなかった大きさの異物が、
今後は、ショートや接着不良の原因となる 

薄型チップ実装用の 

出荷包装／搬送材料に求められる特性･性能 

異物を発生し難い 

チップ検査をし易い透明性 

静電気拡散性 

１．持ち込まない 

２．発生させない 

*デバイストレンドと要求される包装材料 



現在、SEMIにて規格化を進めている内容 

１．300mmDC用樹脂ﾃｰﾌﾟﾌﾚｰﾑ 

 

２．フレームカセット 

 

３．コインスタック容器 

 

４．クリーンキャリア 
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現在の活動 
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• コインスタック型ウエハ容器の標準化推進 

– 後工程用ウエハ出荷容器のガイドラインを基にした、
SEMI標準化タスクフォースでのスタンダードの作成 

300mmウエハ用コインスタック型容器の開発指針 SEMIスタンダード：300mmウエハ用コインスタック型容器 

DRAFT 

タスクフォースの設置 

ボランティアによる議論 

委員会へ提案 

 



エコ物流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 過去実験の一例 

• 薄チップの落下衝撃試験 
– エンボスキャリアテープ、トレイにて、薄チップで搬送する場合を想定して、JIS Z 

0200(1999)に準ずる落下試験を実施し、ベアチップ等、薄チップ搬送における
エンボスキャリアテープの可能性を検証する 
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試験前 落下試験後 

カーボン練込み
ポリスチレン製 

有機導電剤練
込みABS製 

カーボン練込みポリスチレン、有機導電コートA-

PET、カーボン練込みPSトレー、有機導電剤練
込みABSトレーとも、今回の落下試験において 

  ①チップの飛び出し 

  ②チップの欠け 

  ③チップの割れ 

などは見られなかった 



電子部品・半導体デバイスメーカーが… 

①「部品・素子」を出荷梱包する材料 

②部品・素子を電子機器の回路基板に載せる(実装)時に、部品を一つづつ
確実に搬送／搭載する(pick-up and placement)ツールの役目も担う 

構成： 

①ｷｬﾘｱﾃｰﾌﾟ： PS材料がメイン            

ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｼｰﾄに部品を収納する凹み（ﾎﾟｹｯﾄ）を 
等間隔に設けたもの(4mmの倍数)。 

②ｶﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ： PETﾌｨﾙﾑ複合材料がメイン     
部品収納後に封入するﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾙﾑ蓋材。 

③ﾘｰﾙ： PSｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ成形品がメイン        
ｷｬﾘｱﾃｰﾌﾟを搬送する為に捲きつける部材。 

国際標準規格：ＩＥＣ, ＪＩＳ, ＥＩＡ： 

「ﾃｰﾌﾟの幅」，「部品搭載間隔」，「基本構成」 

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

ｽﾌﾟﾛｹｯﾄﾎｰﾙ 4mm間隔 

ｶﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ 

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ
収納ﾎﾟｹｯﾄ     
4mmの倍数間隔 

ｴﾝﾎﾞｽﾃｰﾌﾟ&ﾘｰﾙ 
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１．微細化 リーク、ショートや 導電性異物管理
静電気障害発生 の重要性
の確率高まる

２．ベアチップ イオンコンタミの アウトガス、
ハンドリング・ 影響受けやすい イオンコンタミ
MCM化 排除の必要性

３．多品種・ 各チップにおける Micro Marking ID
小ロット対応、 トレーサビリティー 等の後工程利用・
MCM/MCP化 要求増加 読取りの必要性

   透明で
クリーンな
導電性の

材料
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ﾃｰﾌﾟ&ﾘｰﾙに求められる特性 



洗浄前 洗浄後 

カーボン練込み
PS 

有機導電剤ｺｰﾄ
A-PET 

・ｴﾝﾎﾞｽﾃｰﾌﾟに10N加圧し､白色
の紙に20往復擦り付けた状態 

・ｶｰﾎﾞﾝコートA-PET

の洗浄前後 

ｴｱﾌﾞﾛｰ、高圧水洗浄、超音
波洗浄など 

A0=12、B0=13、K0=5、W=24の各キャリアテープを 

長さ72mmに切り取り、全体に10Nの荷重を加えた状態で 

白色厚紙上で20往復摩擦させたときの付着状態を観察。 

 

エンボステープ基材からの異物の発生と除去 
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カバーテープ発塵試験 
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導電材料が削
れた跡 

カバーテープ A カバーテープ B 導電性ポリマータイプ 酸化スズ粒子混合タイプ 

テスト前 

テスト後 

耐摩擦試験結果 

100gf 

１０往復 

ｶﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ 

ｼｰﾗﾝﾄ 

テスト前 

テスト後 



エコ梱包・物流システムとは？ 
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今後の活動 

• 今後半導体エコ物流として取組むテーマ 
– 少ロット対応（1枚～数枚）ウエハ出荷容器 

– 薄化対応トレイ、ウエハサポートシステム 

– ウエハ容器のトレーサビリティ 

– 出荷容器、包装の評価方法 
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SEMICON Japan 2007 フリップチップワークショップより 



コインスタック容器及びＦＯＳＢでの実輸送実験① 
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①調査条件 
  輸送対象品  コインスタック、ＦＯＳＢ 
  輸送期間   2007年11月28日～12月2日 
  輸送区間   大宮→羽田（空路）→宮崎→えびの（佐川急便）→大宮 
  使用記録計  ＤＥＲ－ｍｉｎｉ５０Ｇ 

②梱包状態 

半導体エコ物流輸送環境調査報告 

ＦＯＳＢ外観 

コインスタック外観 記録計の設置（Ｚ方向：上下、Ｙ方向：前後、Ｘ方向：左右 

記録計の設置（Ｙ方向：上下、Ｚ方向：前後、Ｘ方向：左右 

資料提供：神栄テクノロジー様 



コインスタック容器及びＦＯＳＢでの実輸送実験② 
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資料提供：神栄テクノロジー様 



コインスタック容器及びＦＯＳＢでの実輸送実験③ 
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資料提供：神栄テクノロジー様 
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軽量化リール重量比較 
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従来品 ３６ｇ 軽量化リール ２０ｇ 



*Eco的視点とデバイス包装・搬送材の例 

☞ 半導体ｴｺ物流Project (九州ｺﾞｰﾙﾄﾞ)からの ご提案 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ工業はﾘｻｲｸﾗｰとのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで 
ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙを実践しております。 
回収・ﾘﾕｰｽの作業は、ﾃﾞﾊﾞｲｽﾒｰｶ、 
ｾｯﾄﾒｰｶの要請によりがｺﾞｰﾙﾄﾞ工業と 
ﾘｻｲｸﾗｰにて分担して行っています。  

株式会社 九州ゴールド 
〒889-4234  
宮崎県えびの市大字永山712-1 
TEL : 0984-35-3636  
FAX : 0984-35-3640  

http://www.gold-ind.co.jp/index.php 
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• ’95年03月 九州ｺﾞｰﾙﾄﾞ開設ｷｬﾘｱﾘｰﾙ生産供給開始 

•  同年10月 ﾏﾚｰｼｱにてｷｬﾘｱﾘｰﾙ生産供給開始 

• ‘97年11月 ﾀｲにてｷｬﾘｱﾘｰﾙ生産供給開始 
 

• ‘99年     九州にてｴﾝﾎﾞｽｷｬﾘｱﾃｰﾌﾟ製造開始 

• ‘00年03月 九州にてﾃｰﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ開始（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置） 
 

• ‘01年06月 ﾏﾚｰｼｱにてｽﾘｯﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ開始 

• ‘02年06月 蘇州ｺﾞｰﾙﾄﾞ開設ｷｬﾘｱﾘｰﾙ生産供給開始 
 

• 同年   同月  九州にてﾀﾞｲｼﾝｸﾞ・ﾁｯﾌﾟ移載事業開始 

• ‘05年     九州にてｴﾝﾎﾞｽ用ｼｰﾄ製造ﾗｲﾝ導入 

九州ｺﾞｰﾙﾄﾞ&ｺﾞｰﾙﾄﾞ工業のｱｼﾞｱ事業展開 

ｴﾝﾎﾞｽﾃｰﾌﾟ成形用ｼｰﾄ材料から巻取りﾌﾟﾗﾘｰﾙの成形・・・ 
更にﾀﾞｲｼﾝｸﾞ&ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞを九州の地で一貫生産 
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☞九州ｺﾞｰﾙﾄﾞ 半導体分野への取り組み 

ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ&ﾁｯﾌﾟ移戴加工⇒ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ  

静電気対策を施されたｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内で作業しておりますので 
半導体部品には最適です。 
ﾘｰﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ、BGAの外観検査装置を搭載した設備もございます。 
 
1. ｽﾃｨｯｸ、ﾄﾚｰ、ﾏｶﾞｼﾞﾝからのﾃｰﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ及び検査等が可能です。 
2. ｸﾘｰﾝﾙｰﾑで作業を行ないます。半導体から電子部品まで可能です。 
3. 高品質、短納期、低価格をお約束いたします。 
4. ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ装置は、当社の技術を持って各種ご用意いたします。 
5. 部品のご支給だけで、包装材料を一括手配、梱包のお手伝いを行ないます。  

Class 10000 Class 100000 


